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Si-ld-konk au fes e huk 



Die Erfindung betrifft Silikonkautschuk, ein Verfahren zu seiner 
Herstellung sowie seine Verwendung. 



S i 1 i konkau t s chuk als Fullstoff zu verwenden (DE 199 43 666 Al) . 

Die US 6,331,588 beschreibt LSR-Sili konkau t s chuk , die pyrogene 
Kieselsauren als Fullstoff enthalten. Um den unerwiins cht en 
Einfluss der Silanolgruppen auf die mechanischen Eigenschaf ten 
des Silikonkautschuks zu vermeiden, ist es gemaiS der US 
6,331,588 notwendig, die Oberflache der pyrogenen Kieselsaure zu 
hydr ophobi er en . 

Gemafe dem Stand der Teclmik wird bei dem LSR 

(Flussigs'ilikonkautschuk) entweder eine hydrophile Kieselsaure 
in situ hydrophobiert und .gleichzeitig sehr hohen Scherkraf ten 
ausgesetzt, damit die Viskositat und die Fliefegrenze erniedrigt 
werden konnen, oder eine bereits hydrophobiert e Kieselsaure aus 
dem gleichen Grunde hohen Scherkraf ten ausgesetzt. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Silikonkautscb.uk, welcher 
dadurch gekennzeichnet ist, da£ er eine strukturmodif izierte 
hydrophobe pyrogene Kieselsaure als Fullstoff enthalt. 

In einer bevorzugten Aus f iihrungs form der Erfindung kann als 
Kieselsaure eine silanisierte, strukturmodif izierte 
Kieselsauren, welche durch auf der Oberflache fixierte 
Vinyl gruppen , wobei zusatzlich hydrophobe Gruppen, wie 
Trimethylsilyl- und/ oder Dimethyl silyl- und/ oder 
Monome thy 1 s i ly 1 gruppen auf der Oberflache fixiert sind und 
rait f olgenden physikalisch-chemischen Eigenschaf ten 
gekennzeicb.net ist: 



Es ist bekannt, hydr ophobi erte pyrogene Kieselsaure in 



BET-Oberf lache m 2 /g: 
Mittlere GroSe der 
Primarteilchen nm: 



25 - 400 



5-50 



pH-Wert : 



3-10 
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-Ko.fe-l-eia-s-feQ#fgefea-l-fe— %- 
DBP-zahl 



-0—1—1-0- 



< 2 00 bzw. nicht bestimmbar 



emgesetzt werden . 



Dxe Herstellung der silanisierten, strukturmodif izierten 
Kieselsaure kann erfolgen, in dem man Kieselsaure rait einem 
Oberflachenmodifizierungsmittel behandelt, das erhaltene 
Gernxsch gema£ thermisch behandelt und anschlieSend 
strukturmodif iziert . 



0 



Dabei kann man die Kieselsauren zunachst mit Wasser und 
anschlieSend mit dem Oberf lachenmodif izierungsmi ttel 



besp^uhe^Tie^iDenenfalls nachmischiE , anschlieSend 
thermisch behandeln und anschlieSend strukturmodif izieren. 

Die Oberf lachenmodif izierung kann man durchf uhren, ' indem 
man die Kieselsauren, gegebenenf alls zunachst milp Wasser 
und anschlieEend mit dem Oberf lachenmodif izierungsmi ttel 
bespriiht. Das eingesetzte Wasser kann mit einer Saure, zum 
Beispiel Salzsaure, bis zu einem pH-Wert von 7 bis 1 
angesauert sein. Falls mehrere 

Oberflachenmodifizierungsmittel eingesetzt werden, konnen 
daese gemeinsam, aber getrennt, nacheinander oder als 
Gemisch aufgebracht werden. Die oder das 
Oberflachenmodifizierungsmittel kdnnen in geeigneten 
Dosungsmitteln gelost sein. Nachdem das Spruhen beendet 
ist, kann noch 5 bis 3 0 min nachgemischt werden. 

Das Gemisch wird ans chl i eiSend bei einer Temperatur von 20 
bis 400 °C tiber eineh Zeitraum von 0,1 bis 6 h thermisch 
behandelt. Die thermische Behandlung kann unter Schutzgas, 
wie zum Beispiel Sticks toff, erfolgen. 

Alternativ kann man das Verfahren zur Herstellung der 
erfindungsgemaSen silanisierten, strukturmodif izierten 
Kieselsaure durchfuhren, indem man die Kieselsaure mit dem ' 
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Qber^ache:^ — das 

erhaltene Gemisch thermisch behandelt und anschliefiend 
strukturmodif iziert . 



Die alternative Methode der Oberf lacheninodif izierung der 
Kieselsauren kann man durchfiihren, indem man die 
Kieselsauren* mit dem Oberf lachenmodif izierungmittel in 
Damp f form behandelt und das Gemisch ans chl i eSend bei einer 
Temperatur von 50 bis 800 °C uber einen Zeitraum von 0,1 
bis 6 h thermisch behandelt. Die thermische Behandlung kann 
unter Schutzgas , wie zum Beispiel Stickstof f , erfolgen. 

Die Tempera turbehandlung kann auch mehrstufig bei 

unterschiedlichen Temperaturen erfolgen. 

Die Aufbringung des Oder der 
15 Oberf lachenmodif izierungsmittel kann mit Einstoff-, 
Zweistoff-, oder Ultraschalldusen erfolgen. • 

Die Oberf lachenmodif izierung kann man in beheizbaren 
Mischern und Trocknern mit Spruheinrichtungen 
kontinuierlich oder ansatzweise durchfiihren. Geeignete . 
20 Vorrichtungen konnen zum Beispiel Pf lugscharmischer , 
Teller-, Wirbelschicht- oder FlieSbetttrockner sein. 

Die Strukturmodif izierung der so hergestellten Kieselsauren 
kann anschlieSend durch mechanische Einwirkung erfolgen 1 . 
Nach der Strukturmodif izierung kann eventuell eine 
25 Nachvermahlung angeschlossen werden . Gegebenenf alls kann 

nach der Strukturmodif izierung und/oder Nachvermahlung eine 
weitere Temperung erfolgen. 

Die Strukturmodif izierung kann zum Beispiel mit einer 
Kugelmuhle oder einer kontinuierlich arbeitenden Kugelmuhle 
3 0 erfolgen. 
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Die— Naehverma:]^ 

Luf tstrahlmuhle, Zahnscheibenmuhle oder Stif tmuhle 
erfolgen. 

Die Temperung beziehungsweise thermische Behandlung kann 
batchweise zum Beispiel in einem Trockens chrank oder 
kontinuierlich 2 urn Beispiel in einem FlieE- oder Wirbelbett 
erf olgen. Die Temperung kann unter Schutzgas, zum Beispiel 
Stickstof f , erf olgen . 

Als Kieselsaure kann eine pyrogen hergestellte Kieselsaure 
bevorzugt eine pyrogen auf dem Wege der F 1 ammenhy dr o 1 y s e 
von SiCl 4 hergestellte Kieselsaure eingesetzt werden. 
Derartige pyrogene Kieselsauren sind bekannt aus Ullmann's 

SnzykrliDp^iH^ — 4"T^ATi^^a _ g^eT~BaTrd~2ir7~ — 
Seite 464 (1982) . 



Als Kieselsauren konnen beispielsweise eingesetzt werden: 
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Al^—Ober^laehe:^ 

eingesetzt werden, die zur Fixierung von Vinyl- 

i 

beziehungsweise Vinylsilyl- und Trimethylsilyl- und/oder 
Dimethyl s i lyl - und/oder Monomethylsilylgruppen auf der 
Kieselsaureoberf lache geeignet sind. Bevorzugt konnen dabei 
Vinyl si lyl- und Methyl si lyl grupp en uber eine Verbindung wie 
beispielsweise 1, 3-Divinyl-l , 1,3, 3 -Tetramethyldisilazan 
oder Dimethyl -vinyl -silanol oder mehreren Verbindungen wie 
beispielsweise Vinyl triethoxysi lan und Hexame thy 1 di s i 1 a z an 
beziehungsweise Trimethylsilanol auf die Kieselsaure 
aufgebracht werden. 



Silikonkautschuk eingearbeitet , ergeben sich vollig 
neuartige Eigenschaf ten des Silikonkautschuks . 

Auf Grund der Strukturmodif izierung wird die Morphologie 
des pyrogenen Si liziumdi oxides verandert , so da£ ein 
niedrigerer Verwachsungsgrad und damit eine niedJigere 
Struktur resultiert.- 

In einer bevorzugt en Ausf uhrungsf orm der Erfindung kann der 
Silikonkautschuk ein LSR (Flussig) -Silikonkautschuk sein. 

Fur El as tomeranwendungen finden Po ly dime thy 1 s i 1 oxane mi t 
Molekulargewichten zwischen 400 000 und 600 000 Einsatz, 
die unter Zusatz von Reglern wie Hexame t hy 1 - oder 

r 

Divinyltetramethyldisiloxan hergestellt werden und 
entsprechende Endgruppen tragen. Zur Verbesserung des 
Vulkanisationsverhaltens und auch der WeiterreiSf es tigkeit 
konnen durch Zusatz von Vinylmethyldichlorsilan zum 
Reaktionsgemisch geringe Mengen (<1%) Vinylgruppen in die 
Hauptkette als Substituenten eingebaut (VMQ) werden. 

Flussig-Siliconkautschuk (LSR) entspricht im molekularen 
Aufbau praktisch dem HTV, liegt jedoch in der mittleren 
Molekulkettenlange urn den Faktor 6 und damit der Viskositat 
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um-den— Fa-k-feo-r— i 1-0-0-0-1 ni-edifd-gearH^-e^-QPas-)-^Dem— Ver-arbei^e-^ 

werden zwei Komponenten (A und B) in gleichen Mengen zur 
Verfiigung gestellt, die bereits die Fulls toffe, 
Vulkanisationsmittel und gegebenenf alls sonstige 
Zusatzstoffe enthalten. 

Unter Silikonkautschuk konnen sowohl Organopolysiloxane als 
auch Hydrogens iloxane verstanden werden. 

Der Begriff Organopolysiloxane im Sinne der Erfindung 
umfasst alle bisher in vernetzbaren Organopolysiloxanmassen 
eingesetzten Polysiloxane. Vorzugsweise handelt es'sich um 
ein Siloxan aus Einheiten der allgemeinen Formel (I) 



( R X ) a ( R 2 ) b S i O ( d^bj^2__LIl 



R 2 



in denen 

R einen einwertigen aliphatischen Rest mi t 1 bis 8 
Kohl ens t of fatomen und 

einen Alkenylrest mit 2 bis 8 Kohlenstof fatomen 
bedeutet, 
a = 0, 1, 2 oder 3 
b = 0, 1 oder 2 

und die Summe a+b=0, 1, 2 oder 3 ist, 

mit der MaSgabe, daS durchschnittlich mindestens 2 Reste R 2 
pro Molekul vorliegen. Vorzugsweise ist (a) 
dimethylvinylsiloxyendgestoppt . 

In einer bevorzugten Aus fiihrungs form der Erfindung weisen 
die er f indungs gemaSen Organopolysiloxane Viskositaten von 
0,01 bis 200 Pas, ganz besoiiders bevorzugt 0,2 bis 200 Pas 
auf . 

Die Viskositaten werden gemaS DIN 53019 bei 20 °C bestimmt. 
Herstellungsbedingt konnen insbesondere bei den verzweigten 
Polymer en, die auch in Losungsmitteln geloste Festharze 
sein konnen, noch bis maximal 10 Mol-% aller Si-Atome 
Alkoxy- oder OH-Gruppen auf weisen. 
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-H-yaPQg-ens-i-l-o-x^ 
lineare, cyclische oder verzweigte Organopolysiloxane aus 
Einheiten der allgemeinen Formel (II) 

(R 1 )c(H) d SiO( 4 -c-d)/2 (ID 

in den en 

R einwertiger aliphatischer Rest mit 1 bis 8 

♦ 

Kohl ens to f f at omen , 
c = 0, 1, 2 oder 3, 
<3- = 0, 1 oder 2, 

wobei die Summe c+d=0, 1, 2 oder 3 1st, 

mit der MaSgabe, dag durchschnittlich mindestens 2 Si- 
gebundene Wasserstof f atome je Molekul vorliegen. 



Bei den Fullstoffen ist zwischen verstarkenden und nicht 
verstarkenden Fullstoffen zu unterscheiden. 

Nichtverstarkende Fulls toff e ' sind durch auEerst schwache 
Wechselwirkungen mit dem Siliconpolymer gekennzeichnet . Zu 
ihnen zahlen Kreide, Quarzmehl, Diatomeenerde, Glimmer, 
Kaolin, Al(OH) 3 und Fe 2 0 3 . Die Partikel-Durchmesser liegen 
in der GrolSenordnung von 0,1 p.m. Ihre Aufgaben bestehen 
darin, die Viskositat der Compounds im unvulkanisierten 
Zustand anzuheben und die Shore-Hart e und den E-Modul der 
vulkanisierten Kautschuke zu erhohen . Bei 
oberflachenbehandelten Fullstoffen konnen auch 
Verbesserungen in der ReiEf estigkeit erzielt werden. 

Verstarkende Fullstoffe sind vor allem hochdisperse 
Kieselsauren mit einer Oberflache von >125 m 2 /g. Die 
verstarkende Wirkung ist auf Bindung zwischen Fullstoff und 
Siliconpolymer zuruckzufiihren. Solche Bindungen werden 
zwischen den Silanolgruppen an der Oberflache der 
Kieselsauren (3-4,5 SiOH-Gruppen/nm 2 ) und den 
Silanolgruppen der a- co Dihydroxypolydimethylsiloxane iiber 
Wasserstof fbriickenbindungen zum Sauerstoff der Siloxankette 
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_g.ebi.Ldet-.—; Die— F-oige-dies e-:^^ : — : — — — 

Wechselwirkungen sind Viskositatserhohungen und Anderungen 
der Glasubergangs tempera tur und des 

Kristallisationsverhaltens . Anders eits bewirken Polymer- 

Fullstof f-Bindungen eine Verbesserung der mechanischen 

E i gens c Ha f t en , , konnen aber auch eine vorzeitige 

Verstrammung (crepe hardening) der Kautschuke zur Folge 
haben. 

Eine Mittelstellung zwischen vers tar kenden ' und nicht 
verstarkenden Fulls toff en niinmt Talkum ein. AuEerdem werden 
Fullstof fe fur besondere Effekte genutzt. Dazu zahlen 
Eisenoxid, Titandioxid, Zirkonoxid oder Bariumzirkonat zur 

Erhohung der Warmestabilitat . 

....... - . - ~ . 

An we iter en Bestandteilen konnen Siliconkautschuke 
Katalysatoren, Verne tzungsmitt el , Farbpigmente, 
Antiklebmittel, Weichmacher und Haf tvermittler enthalten. 

Weichmacher werden besonders benotigt, urn einen niedrigen 
E-Modul einzustellen'. Interne Haf tvermittler basiUren auf 
funktionellen Silanen, die e.inerseits mit dem Untergrund 
und andererseits mit dem vernetzenden Siliconpolymer in' 
Wechselwirkung treten konnen (Verwendung hauptsachlich bei 
RTV-1 Kautschuken) . 

Einer vorzeitigen Verstrammung wirken niedermolekulare Oder 
•monomere silanolreiche Verbindungen entgegen (zum Beispiel 

Diphenylsilandiol , H 2 0) . Sie kommen einer zu starken 

* ■ 

Wechselwirkung der Siliconpolymere mit den Silanolgruppen 
des Fullstoffs zuvor, indem sie schneller mit dem Fullstoff 
reagieren. Ein entsprechender Effekt kann auch durch 
teilweise Belegung des Fullstoffs mit Trimethylsilylgruppen 
3 0 erzielt werden (Fullstof fbehandlung mit Methyls ilanen) . 

• Ferner ist es moglich, das Siloxanpolymer chemisch zu 

modif izieren a (Phenylpolymere, borhaltige Polymere) oder mit 
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t 

o-orga-ni-s-eh-en— Pe^-ym 

Copolymerisate) . 

Die niedrige Viskositat des Ausgangspolymeren erfordert zur 

homogenen Verteilung besonders intensive Ein- und 

Dur charbei tung in speziell entwickelten Mischaggregaten. 

Zur Erleichterung der Fullstof f auf nahme und zum Vermeiden 

eines „ crepe hardening * wird die Kieselsaure - zumeis't in 

situ wahrend des Mi s chvor ganges und mittels 

Hexame thyl di s i 1 a z an (HMDS, auch HMDZ) - vollstandig 

hydrophobiert . 

Die Vulkanisation von LSR-Mischungen erfolgt durch 
Hydros ilylierung, d.h. durch Addition von 

Met±tyihydr ogeiis i lux axi eii fti rrt mxxid -es Len s 3 S ±H— Grtipp^nr-±mr- 

Molekul) an die Vinylgruppe des Polymer en unter Katalyse 
durch ppm-Mengen von Pt (O) -Komplexen, wobei sich bei der 
Anlieferung Vernetzer und Katalysator in den getrennten 
Komponenten befinden. Spezielle Inhibit or en, zum Beispiel 
1-Etinyl-l-cyclohexanol , verhindern nach dern Vermischen der 
Komponenten eine vorzeitige Anvulkanisation und stellen bei 
Raumtemperatur eine Tropfzeit von ca. 3 Tagen ein. Uber die 
Platin- und Inhibitorkonzentration lassen sich die 
Verhaltnisse in erheblicher Bandbreite regeln. 

« 

Zur Herstellung von elektrisch leitfahigen 
Silicongummierzeugnissen bieten sich zunehmend LSR- 
Mischungen an, weil die Addifionsvernetzung im Gegensatz 
zur HTV-tiblichen Peroxidvulkanisation nicht durch 

* 

FurnaceruSe gestort wird (in HTV-Mischungen wird bevorzugt 
mit AcetylenruE gearbeitet) . Leitfahige Furnace-RuSe lassen 
sich auch leichter einmischen und verteilen als Graphit 
Oder Metallpulver, wobei Silber bevorzugt wird. 
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Per erf indu ngsgemaSe S i 1 ikonkau t achu^wei s^t__di e_f olg.enden _ 
Vorteile auf : 

Untersuchungen in LSR (Flussigsilikonkautschuk) zeigen, daE 
die strukturmodif izierten hydrophoben Oxide gemaS den 
5 erf indungsgemafien Beispielen 1 bis 3 iru Vergleich zu dem 
hydrophoben Edukt (pyrogenen Kieselsaure) deutlich 
niedrigere Viskositaten im Flussigsilikon aufweisen. 

Die er f indungs gemafien Kieselsauren weisen keine 
FlieSgrenzen auf, was besonders vorteilhaft ist, da -bei der 
10 Verarbeitung von Flussigsilikonkautschuk ' ein sehr gutes 
FlieSverhalten erwiinscht ist; ' - 

AuSerdem zeigt das Beispiel 3 zusatzlich den Vorteil, daiS 
mit den strukturmodif izierten und mit Vinylsilan 
behandelten Kieselsauren ein deutlich hCherer 
15 WeitereifLwiderstand erreicht werden kann. 

Mit den strukturmodif izierten Oxiden konnen gemaiS Erfindung 
Materialien eingesetzt werden, die aufgrund ihrer niedrigen 
Struktur bereits auEerst niedrige Viskositaten und keine 
FlieSgrenzen aufweisen und somit bei der Herstellung nicht 

* 

2 0 hohen Scherkraften ausgesetzt werden miissen. Vorteilhaft 

fur den Anwender ist die Einsparung von Energie-, Zeit-' und 
Materialkosten, wobei auEerdem mechanisch anspruchs voile 
Vulkanisate hergestellt werden konnen. 

25 Beispiele; ' > 

Pyrogene Kieselsaure wird in einem Mischer vorgelegt und 

zunachst mit Wasser und anschlieSend mit dem 

Oberf lachenmodif izierungmittel oder dem Gemisch von 

Ober f 1 achenmo di f i z i erungsmi 1 1 ein bespriiht. Danach wird das 

■ 

3 0 Reaktionsgemisch einer ein- oder mehr-stuf igen 

Temper a turbehandlung unterzogen. Das getemperte Material 
wird mit einer Kugelmiihle strukturmodif iziert, falls ' 
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Zahnscheibenmuhle. Gegebenenf alls wird das 

strukturmodifizierte oder strukturmodif izierte und 

nachvermahlene Material einer weiteren Temperaturbehandlung 
unterzogen. 
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* OM= Oberf lachenmodif izieruncrsmittel : 

A= Vinyltriethoxysilan ~ ~ " — 

B= Hexamethyldisilazan 

C= l,3-Divinyl-l,l,3,3-Tetramethyldisilazan 
D= Methyltrimethoxysilan 
Bei Verwendung von mehreren OM wurden Genische eingesetzt 

Nachvermahlung=Vermahlung nach Strukturmodif izierung 
*** Temper aturbehandlung=Temperaturbehandlung nach 
Nachvermahlung 



2 kg AEROSIL® werden in einem Mischer vorgelegt und unter 
Mischen zunachst mit 0,1 kg Wasser und ans chl i e£end rait 
einem Gemisch aus 0,4 kg Hexamethyldisilazan und 0,17 kg 
Vinyltriethoxysilan bespriiht. Nach beendetem Spruhen wird 
noch 15 Minuten nachgemi s cht und das Reaktions gemisch 



140 °c getempert. 
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Si 1 i konkau t s chuk 

i 

Die Produkte aus Tabelle 2 werden in einer. LSR Silicon- 
Formulierung geprtift. Als Vergleichsmaterial dienen die 
5. hydrophoben Edukte, die fur die Strukturmodif izierung 
eingesetzt worden sind. 

i 

LSR-Silikonkautschuk 

Im Planetendissolver werden 20 % Kieselsaure bei langsamer 
Drehzahl (50/500 min 1 Planetenmischer /Dissolverscheibe) ' 
in Organopolysiloxan (Silopren U 10 GEBayer ) eingearbeitet . 

Sobald die Kieselsaure vollstandig benetzt ist, wird 
ein Vakuum von ca. 2 00 mbar angelegt und 3 0 Minuten bei 100 
umin 1 des Planetenriihrwerks und 2000 Umin"! des Dissolvers 
dispergiert (Kuhlung mit Leitungswasser) . Nach der 
Abkiihlung kann die Vernetzung . der Basismischung erfolgen. 

In einem Edelstahl-Becher werden 3 40 g der Basisriischung 
eingewogen. In die Mischung werden nacheinander 6j00 g 
Inhibitor (2 % reines ECH in Siliconpolymer U 1) ; und 0,67 
g Platinkatalysatorlosung und 4,19 g Silopren U 73 0 
eingewogen und bei einer Geschwindigkeit von n=500 Umin" 1 
homogenisiert und entliif tet . 

Vulkanisation der Formulierungen 

Zur Vulkanisation ■ der 2 mm-Vulkanisate werden 4 * 50 g oder 
2*100 g der Mischung bendtigt. In der Presse werden die 
Plat ten dann 10 Minuten bei einem Druck von 10 0 bar und 
einer Temperatur von 120°C gepresst. Zur Vulkanisation der 
6 mm-Vulkanisate werden 120 g der Mischung bendtigt. In der 
Presse werden die Platten 12 Minuten bei einem Druck von 
100 bar und einer Temperatur von 120°C gepresst. 
AnschlieSend werden die Vulkanisate im Ofen 4 Stunden bei 
2 00°C nachvulkanisiert . 
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deutlich niedrigere rheologische Eigenschaf ten (Tabelle 

5)im Vergleich zu dera hydrophoben Edukt . Die Viskositat 

nimmt urn bis zu 60% des ursprunglichen Wertes des Edukt es 
ab. 



Tabelle 5 




Rheologische Eigenschaf ten mit 20 % Kiesel 



saure 



Kieselsaure 



Beispiel 1 [KS 7] 



-Beiepi-ear-2— [-KS— 




Beispiel 3 [KS 3] 



Edukt 
(Vergleichskiesel- 
saure) 





Tabelle 6 



Mechanische Eigenschaf ten mit 20 % Kiesel 



saure 



Kieselsaure 


Zugf estig- 
keit 

[N/mm 2 ] 


Bruchdehnung 
[%] 


WeiterreiS- 
widerstand 

[N/mm] 


Harte 
[Shore A] 


Beispiel 1 


4,0 


300 


3,2 


41 


Beispiel 2 


4,1 


290 


3,4 


41 


Beispiel 3 


5,5 


. 350 


23,7 


41 

* 


Edukt 


5,0 


3 00 


4,0 


45 
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durch die Strukturmodif izierung des vinylmodif izierten 
pyrogenen Oxids m'it anschlieSender Nachvermahlung ein sehr 
hoher Wei terreiEwider stand des Siliconvulkanisa'ts erzielt 
werden kann, wobei die rheologischen Eigenschaf ten des 
Compounds auf sehr niedrigem Niveau liegen {Tabelle 5) . 
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E atenh an.qpriirhp T : 

1. Silikonkautschuk, dadurch gekennzeichnet, daS er eine 
strukturmodif izierte hydrophobe pyrogene Kieselsaure als 
Fullstoff enthalt. 

5 2. S i 1 i konkau t s chuk gemaS Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daS der Fullstoff ein pyrogen nach der 
Art der F 1 ainmenoxi da t i on oder der Flammenhydrolyse 
hergestelltes Oxid ist # das zwischen 10 und 1000 m 2 /g 
liegt, hydrophobiert und strukturmodif iziert ist. 

0 3 . S i 1 i konkau t s chuk, nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeichnet , daS der Silikonkautschuk ein LSR 
Silikonkautsch.uk ist. 
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Zusammenf assung. 



Sxlxkonkaut schuk 



Silikonkautschuk, der strukturmodif izierte hydrophobe 
pyrogene Kieselsaure enthalt. 



